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【はじめに】シリカガラスの表面を平坦に研磨し、

接触・熱処理すると接合できる。これまで我々は、

OH 基濃度の異なる 2 種類のシリカガラスを接合し

熱処理を行うことで、シリカガラス中の OH 基の拡

散を研究してきた。熱処理に伴う OH 基濃度分布変

化に対してボルツマン俣野の方法 1)を適用して拡

散係数を求め、Dremus3）の理論的予言 2）通りに，

拡散係数が OH 基濃度に比例することを示した 4)。

拡散係数の OH 基濃度に対する比例係数をアレニ

ウスプロットしたとき、有水ガラスと無水ガラスで

1100℃以上の高温で差異が生じた。その差異が測

定誤差に起因するものなのか，本質的なものかを検

証するため,拡散係数が OH 基濃度に比例する場合

の理論解をフィッティングすることで拡散係数を

求め，従来の方法による解と比較した。 

【実験方法】OH 基を多く含むシリカガラス ES

（[OH]  1200 wt. ppm）と,OH 基を少量含むシリ

カガラス ED-A（[OH]  120 wt. ppm）,OH 基をほ

とんど含まないシリカガラス ED-B, ED-C（[OH] < 

1 wt. ppm）をそれぞれ接合したものをサンプルとし

て使用した。OH 濃度分布の理論解を実験値にフィ

ッティングすることで，拡散係数を求めた。得られ

た拡散係数の OH 基濃度に対する比例係数をアレ

ニウスプロットし,従来の結果と比較した。 

【結果】各種シリカガラスに対して、今回の解析結

果と従来の解析結果は互いにほぼ一致した（図1）。

また、ES/ED-B, ES/ED-C では、低温側でアナログ

解析値とのずれが見られた。これは,拡散係数が小

さいため接合時に表面から拡散した OH 基の影響

で,特に無水シリカガラス側での OH 濃度分布が理

論曲線と異なっていることに起因するものと考えられる。 
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Fig. 1. Comparison of the values of proportionality 

constants of OH diffusion coefficient with OH 

concentration. All the straight lines are the same 

with each othrer. 
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